
证券代码：002156 证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动

类别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

甬元私募：吴映江；飞天投资：杨秦南；银峰投资：杨轶捷、唐

英培；永谐投资：朱晓宇、潘俊杰、史程；国海创新：王俊；大

正投资：夏军；永卓控股：刘长丰；伟星资产管理：班梅；航天

投资：张冕峰、汪音婕；湖北高投：陈豪、邝丽萍；志道投资：

周林冲；国元基金：吴祥；东方嘉富：陈晓禾、莫辰宇；北京朗

姿韩亚：田正大；四川璞信：陈燃；中信私募：谢娅舒、姜磊；

青岛城投：郎需谦；江西江投：张笑航；上海虢盛：乔旭阳、林

晓虹；苏银理财：马仁磊、窦杰；江苏银行：康玲伟、杨志勇；

南通投资管理：施涛、万佳奇；江苏能达私募：洪伟、周枭；江

苏金财投资：龚祖越；青岛城投：巫彬；国海证券：孟成桢；辉

腾国际：杨娟

时间 2026 年 6 月 15 日；

地点 公司会议室

上市公司接待人

员姓名
董事会秘书 蒋澍

投资者关系活动

主要内容介绍

一、公司概况

通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供

从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务

全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、

5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业

控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通

华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权

结构稳定。

公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、

福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD



槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024

年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆

科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集

成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2

月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科

技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，

为全体股东创造更多价值。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在

南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实

现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的

服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于

成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能

提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公

司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，

抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产

业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年第

一季度分别实现营收 222.69 亿元、238.82 亿元、279.21 亿元和

74.82 亿元。公司 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年第一季度

的归母净利润分别为 1.69 亿元、6.78 亿元、12.19 亿元和 3.29

亿元。

二、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提

供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服

务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、

5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业

控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场

发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，

大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此

外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争

优势。

问题 2：请问本次向特定对象发行股票限售期是多久？

回复：本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月



内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其

规定。发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票

股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股

份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有

关规定执行。

问题 3：本次发行的发行价格是多少？

回复：本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向

特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日

前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式

为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二

十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易

总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派

息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行

的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核

通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股

东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管

部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况

协商确定，但不低于前述发行底价。

问题 4：请问本次向特定对象发行股票审核到什么程度了？

回复：公司本次向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 6

月 3 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，公司本次向

特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实

施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确

定性。

问题 5：请简单分析一下本次募投项目“汽车等新兴应用领

域封测产能提升项目”未来的发展趋势。

回复：在半导体应用领域中，车载领域对应的芯片类型多样，

普遍面临工作环境复杂、生命周期长、对可靠性与功能安全标准

极高等挑战，属于国产芯片渗透的难点领域。头部主机厂过往倾

向选择验证体系成熟、量产经验丰富的海外厂商，导致车载芯片

国产化起步相对较晚、推进节奏更为审慎。

当前，在新能源汽车、智能座舱与自动驾驶等新一代汽车电



子需求快速扩张的背景下，叠加国内半导体设计与制造能力持续

提升，车载芯片国产替代逻辑正由“政策推动”逐步演变为“市

场驱动”。一方面，终端厂商出于供应链安全、交付稳定性、成

本管控以及本地协同效率等多重考虑，主动加大对国产车规芯片

的验证与导入力度，从非核心的辅助类器件逐步延伸至车载

MCU、 SoC、BMS 等环节；另一方面，国内厂商在产品可靠性设计、

车规认证体系（如 AEC-Q 标准）、量产质量管控等方面加速追赶，

可替代产品的性能指标与应用场景不断向中高端延伸，国产芯片

与主机厂之间的协同开发也日趋常态化，形成了“本土需求—本

土供给”相互强化的良性循环。

面向车载等对芯片性能及可靠性要求较高的应用场景，芯片

封测能力亦是确保产品性能稳定、信号完整与长期可靠的关键环

节。本募投项目拟提升汽车等新兴应用领域封测产能，实现满足

车规标准的封装产线扩产，加强高端测试能力的布局，积极响应

国家政策及战略目标，为半导体国产化浪潮提供重要保障。

问题 6：请简单分析一下本次募投项目“存储芯片封测产能

提升项目”有关的下游发展机遇。

回复：2024 年以来，全球半导体市场整体景气度显著修复，

AI、智能终端、新能源汽车等领域的持续扩张为存储市场带来增

长动能，成为带动行业复苏的主要引擎。

存储芯片作为数据密集型系统的核心支撑，其在服务器、

PC、智能手机、汽车电子等多个场景中渗透率持续提升。在 AI

大模型推理及边缘侧智能化发展带动下，市场对高带宽、高容量、

高可靠性的存储产品需求快速上行。同时，传统应用如个人电脑、

手机等产品亦呈现出更新迭代快、结构性升级的趋势，推动存储

市场在价格与比特总量两个维度同步增长。上述因素共同导致

2025 年以来存储市场供不应求的局面。在此背景下，国产厂商亦

加速导入 3D NAND、DDR5、LPDDR5 等先进产品，形成放量趋势，

对配套封装工艺能力、量产效率提出了更高要求。

综上，本土封测企业正迎来覆盖存储芯片全产品线的新增需

求窗口。本募投项目通过提升存储芯片的封测产能，有助于公司

把握下游市场的快速发展机遇，提升营收规模及盈利水平。

附件清单（如有） 无

日期 2026 年 6 月 15 日


